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Abstract (en)
Application of a porous copper-based material as a preform in the form of rods, tubes, sections, wires, sheets or strips, which is subjected to a
machining process. In this process, the voids act as chip breakers. <IMAGE>

Abstract (de)
Verwendung eines Poren enthaltenden Kupferwerkstoffes als Halbzeug in Form von Stangen, Rohren, Profilen, Drähten, Blechen oder Bändern, das
einer Zerspanungsbehandlung unterworfen wird. Die Poren wirken dabei als Spanbrecher. <IMAGE>
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